Raise3D, DF2 ile DLP 3D Baskx1
Cagini Baslatiyor

Raise3D’nin son yeniligi olan DF2 Digital Light Processing
(DLP) cozumu ile 3D baski teknolojisinde bir sicrama taniklik
etti. Sirket, Frankfurt, Almanya’daki eski Orfeos Erben film
evinin konforlu sinemasinda, en son 3D yazicisini, diger
teknolojik glncellemeleri ve gelecege yonelik yol haritasini
sundu.

A RAISE3D DF2

DLP'nin SLA ve LCD yontemlerine gore hiz, hassasiyet ve c¢ok
yonliuluk avantajlarini aciklayarak — Raise3D’'nin DLP
teknolojisine yaklasimi, 3D baskida bir paradigma
degisikligini temsil ediyor. DF2, dikkat cekici bir 200 x 112
X 300 mm yapi boyutu, hizli baski hizlari ve essiz c¢ozunurluk
sunarak, cesitli endustrilerde yuksek kaliteli ve verimli
uretim taleplerine yanit veriyor. 25 mm/saat (0,1 mm tabaka
basina) maksimum baski hizina ve 2560 x 1440 XY c¢ézunlrlugune
sahip DF2, diger hicbir DLP yazicida bulunmayan bir hassasiyet
ve hiz sunuyor.
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DLP is More Suitable for Production Scenarios than SLA and LCD
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Bu yilki Formnext etkinliginde, Raise3D DF2 c¢o6zumiu ile DLP 3D
baskinin yeni bir cagini tanittai.

Yazicinin en dikkat c¢ekici o6zelliklerinden biri, RFID
teknolojisinin entegrasyonu sayesinde end-to-end is akisidir;
bu, is akisi parametrelerini otomatik olarak saklar ve
yorumlar. Dilimleme ve planlamadan baslayarak, baski, yikama
(DF Wash ile) ve iyilestirme (DF Cure ile) islemlerine kadar —
DF2 sistemi tidm slreci akici ve verimli bir sekilde saglamak
icin entegre bir sekilde calisir. Bu is akisinin entegrasyonu,
gunumuz hizli Uretim ortamlarinda kritiktir.

DF2 c¢6zumli, Raise3D’'nin FFF teknolojisini genisletmek ve
farkli kullanicilarin degisen ihtiyaclarina yanit vermek
amaciyla tasarlandi. Artitek ve Brucom Co. Ltd gibi mevcut
musteriler, DF2’'nin yeteneklerini karmasik tasarimlar ve kucuk
partili Uretim icin kullanabilirken, Shenzhen JLC Technology
Group, DF2 teknolojisini zaten kullandigi FFF teknolojisi ile
birlestirerek baski ¢iftligi teklifini yukseltebilir ve
ThyssenKrupp Bilstein, isbirligi robotlari icin donanimin
0zellestirilmesinde kullanabilir.
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® RAISE3D DF2

Raise3D, DF2 icin mevcut olan recinelerin cesitli uygulamalara
hitap ettigini belirtiyor — Standart Recine ve direkt boyama
ve kaplama icin mat bir yuzeye sahip Yuksek Detayli
Recine’den, dayanikli ve darbeye dayanikli Tough 2K Recine’ye
ve cam elyaf takviyeli termoplastiklerin sertligini yansitan
ve ince duvarli parcalar ic¢in ideal olan yuksek rijitlik ve
ustin termal ve kimyasal dirence sahip Rigid 3K Recine’ye
kadar. Her recine turud, belirli endustri gereksinimlerini
karsilamak Uzere oO0zenle gelistirilmistir, detayla
prototiplerden dayanikli, fonksiyonel parcalara kadar. Bu,
Raise3D’'nin BASF ve Henkel gibi duUcuncu taraf recine
ureticileriyle olan ortakliklari sayesinde miumkin olmustur, bu
ortaklarin markali malzemeleri arasinda LOCTITE 3D IND405,
LOCTITE 3D PR0476, Ultracur3D RG 3280 ve Ultracur3D RG 1100 B
bulunmaktadair.



DF2’'nin anti-aliasing teknolojisi ve modelin Kkolayca
ayrilmasini saglayan hava soyulma teknolojisi gibi gelismis
0zellikleri de vurgulanmistir. Bu o0zellikler, DF2’'nin
uretkenligini artirmakla kalmaz, ayni zamanda en ylksek
kalitede baski Urinlerini garanti eder. Ornedin, Z-ekseninin
stabilitesi, katmanlama veya merdiven katmanlari olmadan Z-
yoninde ylksek kaliteli baskilar saglar.



Formnext'’teki aksam etkinligi sadece bir urin lansmani degil,
ayni zamanda Raise3D’'nin katma degerli imalatin gelecegine
yonelik vizyonunun bir gosterisiydi. Gelismis DLP teknolojisi
ile DF2 c¢o6zumu, endustrilerin duUretim ve prototipleme
konularina yaklasimini devrim niteliginde degistirmeye
hazirlaniyor.



